
紫外/绿激光精密切割设备

设备适用于SMT分板、 软硬结合板 (RF) 和PCB板的切割成形。

非接触式超精细加工， 突破机械加工极限；
强大的日志记录功能；
稳定性高， 维护保养周期长；
体积小， 单位面积产能高。

加工幅面 (mm)
加工方式
平台定位精度 (mm)
切割精度 (mm)
输出波长 (nm)
激光器输出功率 (W)
激光器冷却方式
建议最大切割厚度 (mm)
接受文件类型
电源
环境温度 (℃)
环境湿度 (%rh)
主机重量 (kg)
主体尺寸 (mm)

主要技术参数

 350×350 (可选配)
离线 / 在线

± 0.003
± 0.03

355 / 532
15 / 25 / 60

水冷
1

DXF
AC 220 V / 3 KW

室温 18 ~ 25
30 ~ 75, 不结露

1300
1000(宽)×1350(深)×1650(高)

产品型号 MC-U350A

UV / green laser precision cutting machine


